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구분 IP Description 개발현황 Remark

AI Platform IP 
Solution
for Edge 

Computing

ENLIGHTTM

(Neural Processing Unit)

ENLIGHTTM-L
(1st gen. a.k.a v1.0)

Now
경량 IoT 응용제품
(키워드 인식, 보안카메라 급 응용)

ENLIGHTTM-R
(2nd gen. a.k.a v2.0)

Now
중급 이상 IoT 응용제품
(자율주행 보조 급 응용)

ENLIGHTTM-P
(3rd gen. a.k.a v3.0)

개발 중
차량용 고성능 응용제품
(레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)

ENLIGHTTM-X
(4th gen. a.k.a v4.0)

개발예정
차량용 고성능 응용제품
(레벨4급 이상 자율주행 차량 응용, multi-die 버전)

Total Memory 
System Solution 

IP
(ORBITTM)

OMCTM

(DDR Memory
Controller)

DDR4/3, LPDDR4X/4/3 Now 현재 Mainstream 기술

LPDDR5X/5/4X/4 Now 차세대 Mainstream 기술

LPDDR6 개발예정 차세대 Mainstream 기술

DDR5 개발중 차세대 Mainstream 기술

GDDR6 Now 고성능 AI 제품 향

GDDR7 개발예정 차세대 고성능 AI 제품 향

HBM3 Now 서버 및 초고성능 제품 향

OPHYTM

(DDR PHY)

LPDDR4X/4 Now TSMC 22nm 공정용

LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4 Now TSMC 12nm 공정용

LPDDR5X/5/4X/4 테스트칩 개발완료 TSMC 7nm 공정용

LPDDR6 개발 예정 -

DDR5 개발 예정 -

GDDR6 Now TSMC 12nm 공정용

HBM3 테스트칩 개발완료 TSMC 7nm 공정용

LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4 Now Samsung 14nm 공정용

LPDDR5X/5/4X/4 개발 중 Samsung 5nm 공정용

LPDDR6 개발 예정 -

GDDR7 개발예정 -

OICTM

(On-Chip-Interconnect)
OICTM Now Non- Cache-Coherent NoC

OICTM-AI 개발 중 Cache-Coherent NoC



LPDDR5/4X/4LPDDR5X/5/4X LPDDR5/4X DDR5/4/LPDDR5/4XLPDDR4/3/DDR4/3 DDR5/4 DDR5 GDDR6LPDDR4X/4 HBM3

개발중
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'23.2분기 이후 수주 및 매출 전망

'23년초 수주후보의 '23.5월말 현재 상황

'23.1분기 매출 차질 원인

□ '22년 하반기부터 급격히 악화된 글로벌 Recession 영향으로,

다수 고객사 신규 SoC 개발 Project가 1~2분기 내외 연기

- 최근 급격한 이익 감소 및 Cash Flow 악화에 따른 투자재원

부족으로, 신규 SoC R&D 투자 연기 사례 다수 발생

- Recession에 따른 Funding 지연도 SoC 착수 지연을 심화

· 복수의 고객사와 가격 등 주요 계약조건 합의한 상황이나,

Fabless의 개발 소요자금 확보가 지연되어 IP 라이선스 연기 중

예) 중국 A사, 독일 B사 : 당초 ‘23.1분기 → 하반기로 계약 연기

→ 계약 시점에 대해서는 지속 논의 중이나, 기존 협의 중이었던

잠재 고객사와의 계약 체결이 다수 연기된 상황

* System-on-Chip, 개발착수~양산까지 약 2년 내외 소요

□ 하반기에는 기존 Pending 중이던 개발 Project 들이

본격 착수될 것으로 기대

- 고객사 PJT가 Cancel 혹은 Drop된 것이 아닌 상황으로,

연초부터 협의 중이던 고객사의 약 70%가 수주 후보로 잔존 중

- 기존 협의 중인 건을 포함, 현재 20개 이상 국내외 고객사와

수주협의 진행 중

□ 건당 수주규모 확대, 글로벌 고객사 확보가 Key Point가 될 전망

- 건당 수주 규모는 지속 증가할 것으로 예상

· 복수 IP Total Solution 공급 + 최신 메모리표준 IP 높은 판가

- 한국 내 글로벌 반도체 기업 외 미국/중국/일본 고객사 확보 예상

· 일) Aisin, 한국소재 종합 반도체 기업 등과 기 수주계약 체결

· 기타 중국/미국 소재 Top-tier 반도체 회사 등과 수주 협의 중

계약체결 PJT Drop 수주 Lost 잔존 합계

현황(건)
4 0 2 12 18

(22%) (0%) (11%) (67%) (100%)

* 단일 IP → 2~3개 IP 공급사례 확대 * LPDDR5X, DDR5 등



ENLIGHTTM

(Neural Processing Unit)

• V3.0 개발 진행 중

• 16~250 TOPS 목표/고성능 연산이 필요한 분야 응용 예정

• ‘24.1H까지 개발완료를 목표로 진행

• Flexibility를 확대, 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 예정

OICTM

(On-Chip-Interconnect)

1

OMCTM

(DDR Memory Controller)
OPHYTM

(DDR PHY)

• V2.0 Upgrade 진행 중

• ’23년말 업그레이드 완료를 목표로 진행

• 고객사 편의성 및 성능 개선 예정

• 업그레이드 완료 후 ’24년부터 매출 본격 기여할 것으로 기대

• DDR5 메모리 표준향 메모리 컨트롤러 개발 진행 중

• GDDR6, HBM3,LPDDR5X 지원 Memory Controller 기 개발

• ’23년 상반기 중 DDR5 지원 Memory Controller 개발 완료 예정

• DDR5, HBM3 등 메모리 교체에 따른 수주가 본격화 기대

• 독자적인 설계 노하우로 경쟁사 대비 우월한 성능 확보

• 경쟁사 대비 50% 수준으로 면적 최적화

• 작년말 TSMC 7nm에 이어 삼성 5nm PHY IP개발 진행 중

• 삼성 5nm(LPDDR5X) PHY는 주요 IP Vendor중 세계최초 개발로

시장선점 효과 기대
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